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PATENT AN S P RtJ CHE 

^T^Mit Bauelementen bestiickte Leiterplatte und Verfahren 
zu deren Herstellung mit ein gewunschtes Leitermuster 
vorgebenden LeiterzGgen auf einer Leiterplattenseite 
und zur Aufnahme von AnschluBdrShten Oder dergleichen 
AnschluBelementen von Bauelementen dienenden Lochungen, 
deren Wandungen mit einer Metallschicht versehen sind, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Bauelemente (6) auf der mit den Leiterziigen (2) des 
Leitermusters versehenen Seite (8) der Leiterplatte (1) 
angeordnet sind, und daB die Zwischenraxme zwischen der 
Metallschicht (3) der Lochwandungen und den AnschluB- 
drahten (5) der Bauelemente (6) mittels eines von der 
von den Leiterziigen (2) des Leitermusters freien Seite (7) 
der Leiterplatte (1) her erfolgenden r durch Erwarmung der 
die Lochungen (9) durchgreif enden und aus diesen frei vor- 
stehenden Enden der AnschluBdrahte (5) mit Lot (4) beauf- 
schlagt sind. 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1 r dadurch gekennzeichnet # 

daB das Lot (4) den Zwischenraum zwischen dem AnschluBdraht 
(5) und der Metallschicht (3) der Lochwandung vollstandig 
ausfiillt xind durch die Lochung (9) hindurch auf die Leiter- 
zugoberflache reichend, dort einen Lotaugenbereich (4a) 
des betreff enden Leiterzuges (2) bedeckt. 
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3. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Metallisierung (3) der Lochwandung auf der nicht 
von den Leiterziigen des Leitermusters bedeckten Platten- 
seifce (7) fluchfcend zu dieser endet. 

4. Leiterplatte nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , 
daB die nicht von Leiterzugen (2) des Leitermusters be- 
deckte Plattenseite (7) einen die Bestiickung, den Betrieb 
und/oder die Prufung ermSglichenden Oder dergieichen er- 
wunschte Informationen enthaltenden Aufdruck aufweist. 

5. verfahren zum Herstellen von bestiickten Leiterplatten 
nach den Anspriichen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
zunachst von einem geeigneten plattenfSnnigen Basismaterial 
ausgehend dieses mit den zur Aufnahme der AnschluBelemente , 
beispielsweise DrShte, der Bestiickungsbauteile bestimmten 
Lochungen versehen wird, und daB sodann auf einer der 
Plattenseiten die Leiterziige des Leitermusters hergestellt 
und die Lochwandungen mit einem Metallbelag versehen 
werden, und daB anschlieBend die Bauelemente von der die 
Leiterziige des Leitermusters tragenden Seite her durch 
Einfiihren der AnschluBelemente in die entsprechenden 
Lochungen auf der Leiterplatte derart angebracht 
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werden, dafi die AnschluBelemente mindestens bia zum Rand der 
Lochungen auf der von Leiterziigen freien Plattenseite reichen und 
vorzugsweise geringftlgig tiber den Rand hinausragen; und dafi so- 
dann die LStverbindungen mit den einzelnen Anschluflelementen der 
Besttickungs-Bauteile durch einen LOtvorgang von der von Leiter- 
ziigen des Leitermusters freien Plattenseite her, vorzugsweise 
mittels eines MasselOtverf ahrens , hergestellt werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , dafi 
die von Leiterziigen des Leitermusters freie Plattenseite vor dem 
Bestticken mit Test-, Betriebs- und sonstigen Inf ormationen be- 
druckt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Lochwandmetallisierung auf die Lochinnenwand begrenzt wird. 

8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprliche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafi ein geeignetes, plattenfOrmiges Aus- 
gangsmaterial, beispielsweise ein einseitig mit einer Haftver- 
mittlerschicht versehener SchichtpreBstof f , mit den zur Aufnahme 
der AnschluBelemente, wie z.B. AnschluBdrShte, der Bestiickungs- 
Bauelemente dienenden Lochungen versehen wird; und dafi sodann die 
Haf tvermittlerschicht ebenso wie die Lochwandungen , gegebenen- 
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falls unter Vorschaltung von Verfahrensschritten zum Herstellen 
einer mikropotasen OberflSche der Haf tvermittlerschicht, in an 
sich bekannter Weise fiir die stromlose Metallabscheidung kataly- 
siert wird; und daB anschliefiend auf der Haf tvermit tiers chicht 
und den Lochwandungen durch Metallabscheidung ohne SuBere Strom- 
zufuhr ein Metalltiberzug geringer Dicke, beispielsweise von 1 bis 
6 ja abgeschieden wird; und daB hierauf die mit der Metallschicht 
bedeckte Oberf lache der Haf tvermittlerschicht mit einer Abdeck- 
maske versehen wird, die dem Negativ des gewtinschten Leitermusters 
entspricht; und daB hierauf die Leiterzilge durch galvanische oder 
stromlose Metallabscheidung aufgebaut und zugleich die L9chwand- 
metallisierung verdickt wird und anschlieBend die Maskenschicht 
und die sodann freiliegende, stromlos hergestellte Metallschicht 
zwischen den Leiterztigen vorzugsweise durch Einwirkung eines &tz- 
mittels enfernt werden; und daB darauf die AnschluBelemente von 
der die Leiterztige des Leitermusters tragenden Plattenseite her 
in die zugehQrigen Lochungen edLngefiihrt und schlieBlich die L5t- 
verbindungen mittels eines Masseniatverfahrens von der von Leiter- 
ztigen des Leitermusters freien Seite der Platte her hergestellt 
werden. 

9. Verf ahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB 

imter Wegfall des Katalysieriingsschrittes von einem SchichtpreB- 
stof f ausgegangen wird, der einen Stbff enthait, welcher auf die 
stromlose Metallabscheidung katalytisch wirkt und der mit einer 
Haf tvermittlerschicht ausgestattet ist, die gleichfalls einen 
solchen Stoff enthait. 
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10. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB von einem plattenfSrmigen Basismaterr 
rial, beispielsweise einem SchichtpreBstoff / ausgegangen wird, 
der einen Stoff enthalt, der auf die stromlose Metallabscheidung 
katalytisch wirkt und dessen eine Oberflache eine Haf tvermittler- 
schicht aufweist, die gleichfalls einen solchen Stoff enthalt; 
und dafl nach dem Anfertigen der Lochungen die Oberflache der Haft 
vermittlerschicht mit einer vorzugsweise permanenten Masken- 
schicht versehen wird, die dem Negativ des gewtinschten Leiterzug- 
musters entspricht; und daB anschlieBend Leiterziige und Loch- 
metallisierung durch stromlose Metallabscheidung hergestellt wer. 
den; und daB die von Leiterziigen des Leitermusters freie Rtlck- 
seite mit Informationlaruck versehen, die Besttickungs-BauiEi.le von 
der die Leiterziige tragenden Seite her angebracht und in einem 
MassenlOtvorgang von der von Leiterziigen des Leitermusters freier 
Seite her die gewiinschten LStverbindungen hergestellt werden. 

1 1 . Verfahren nach mindestens einem der Ansprtlche 5 bis 7 , 
dadurch gekennzeichnet, daB als Basismaterial eineinseitig mit 
Kupfer kaschierter SchichtpreBstoff dient und daB dieses ein- 
seitig mit den Leiterziigen des Leitermusters versehen wird und 
die zur Aufnahme der Anschlufldrahte der Bauelemente dienenden 
Lochungen mit einem Metallwandbelag ausgestattet werden, und daB 
nach dem Besttlcken von der die Leiterziige des Leitermusters tra- 
genden Seite her die L8tverbindungen vermittels eines LOtvorgangt 
von der von Leiterziigen des Leitermusters freien Seite her herge- 
stellt werden. 
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Die Erfindung bezieht sich auf bestUckte Leiterplatten, der 
im Gattungsteil des Hauptanspruchs genannten Art .und auf _ein 
Verfahren zur Herstellung derartiger Leiterplatten. 

Derartige Leiterplatten werden seit langer Zeit hergestellt 
und verwendet. Zu ihrer Anfertigung geht man in der Regel von 
einer auf einer Plattenseite mit einer Kupferfolie kaschierten 
Isolierstoffplatte, beispielsweise einer Phenol- oder Epoxydharz- 
PreBstoffplatte, aus.Auf der kupferkaschierten Seite wird ein 
dem gewttnschten Leitermuster entsprechender Maskendruck aus ge- 
gentiber KupferStzmitteln resistentem Material aufgebracht, das 
Kupfer in den frei liegenden Bezirken weggeStzt und anschlieBend 
die aufgedruckte Maskenschicht entfernt. Die derart auf einer 
Seite mit dem Leitermuster versehene Leiterplatte wird zur Auf- 
nahme der Bauteile-AnschluBdrShte an im Lefrerzugmuster mit L8t- 
augen versehenen Stellen mit Lochungen versehen. AnschlieBend 
wird die Leiterplatte mit den Bauelementen besttlckt. Urn eine 
Lotverbindung zwischen Bauelement-AnschluBdraht und L5tauge des 
zugehorigen Leiterzuges herzustellen, ist es erforderlich, die 
Besttickung so vorzunehmen, daB die AnschluBdrShte von der Leiter- 
zugfreien Plattenseite in die jeweils zugeordneten LScher einge- 
fiihrt und in einera MassenlStvorgang durch Inkontaktbringen der 
die Leiterztige tragenden Plattenseite mit einem Lotzinnbad, bei- 
spielsweise mittels einer SchlepplOtbad- bzw. einer LOtwellen- 
einrichtung mit den Leiterztlgen bzw. deren Lotaugen elektrisch 
und mechanisch verbunden werden. 

Bei dem Ldtvorgang wird nicht nur das LOtauge, sondern auch das 
ganze Leiterzugmuster mit Lotzinn Uberzogen. Dies bedingt 

* . 
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nicht nur einenfunktionsmSBig nutzlosen Mehrverbrauch an LStzinn, 
sondern ftihrt oft zur Lotbrtickenbildung zwischen benachbarten 
Leiterztigen. Inebesondere mit der aus der Verkleinerung der Bau- 
elemente resultierenden Notwendigkeit # die Leiterzugdichte zu 
erhShen und dainit die Abstande zwischen Leiterztigen bzw. diesen 
und den LStaugen zu verringern, tritt bei ungeschiitzten Leiter- 
ztigen die Gefahr der Lotbrtickenbildung und damit von Kurzschltis- 
sen in vermehrtem Mafle auf . Daher war es erf order lich , die Lei- 
terztige durch Aufdruck einer lStbestSndigen Schutzschicht, der 
LStmaske, abzudecken, die lediglich die LStaugen frei lfiflt. LSt- 
masken werden entweder im Siebdruck oder, bei sogenannten Fein- 
leiterplatten mit stark verringerten AbstSnden zwischen den Lei- 
terztigen, im Lichtdruck aufgebracht. Sie erftillen zwar ihren 
Zweck, ftihren aber zur Verteuerung und Komplizierung der Leiter- 
plattenherstel lung und zu. erhShtem PertigungsausschuB. 

Ein weiterer, wesentlicher Nachteil der vorstehend beschriebe- 
nen-besttickten Leiterplatten ist das relativ hSufige Auftreten 
von unzuveriassigen, sogenannten "kalten" LBtstellen. Hier wird 
eine aufwendige Kontrolle und Nachbearbeitung der besttickten Lei- 
terplatten nach dem LStvorgang erforderlich. Es hat sich gezeigt, 
dafl trotz sorgfSltiger Prtifung das Auftreten von LStstellen-Def ek- 
ten beim spSteren Betrieb nicht mit Sicherheit vennieden werden 
kann. ZusStzlich neigen derartige Leiterplatten beim Besttickungs- 
vorgang zum BeschMdigen der LStaugen. 

Es wurde bereits vorgeschlagen, zur Verbesserung der LStstellen- 
qualitat von Leiterplatten auszugehen, die ein auf einer Platten- 
seite angebrachtes Leiterzugmuster aufweisen und deren Lochungen 
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zur Aufnahme der Bauteile-AnschluBdrShte Wandungen.besitzen, die 
mit einem Metallbelag versehen sind, der mit den jeweils zuge- 
horigen Leiterztigen elektrisch und mechanisch verbunden 1st. Geht 
man von einseitig kupferkaschiertem PreBschichtstaf f aus, so wer- 
den beispielsweise nach bekannten Verfahren die Lochwandungen 
mittels stromloser Metallisierung allein Oder zusainmen mit gal-, 
vanischer Metal labs cheidung mit einem Metallbelag versehen. Dies 
ftihrt zu einer wesent lichen Verbesserung der LotstellenqualitSt, 
da nunmehr beim LStvorgang nicht nur eine Verbindung zwischen *L5t- 
auge und Anschlufldraht des Bauteiles hergestellt, sondern gleich- 
zeitig der Zwischenraum zwischen Anschlufldraht und Lochwand-Me- 
tallbelag mit dem Lot ausgeftillt wird. 

Derartige Leiterplatten weisen jedoch gleichzeitig eine wesent- 
lich verstarkte Tendenz zur Lotbriickenbildung auf , so dafl das 
•Anbringen einer LStmaske mit deren zusStz lichen Kosten und ver- 
f ahrenstechnischen Nachteilen erforderlich ist. Die notwendige, 
genaue Orientierung der aufgebrachten Ldtmaskenschicht zum Lei- 
terzug- und Lochmuster stellt hohe Anforderungen an den Vorgang 
zum Aufbringen der LStmaske, da sicherge stellt werden muB, dafl 
einerseits alle L5taugen und Lochwandungen vollkommen frei von 
Maskenmaterial bleiben, andererseits aber alle Leiterztlge vollkom 
men unu zuverlSssig abgedeckt werden miissen. Gelingt dies nicht, 
so tritt einerseits eine bis zur Unbrauchbarkeit fiihrende Ver- 
schlechterung der LStverbindungen auf, wShrend andererseits die 
Brtickenbildung nicht verhindert wird. 

Dm diesen ausschufltrachtigen und relativ kostspieligen Vorgang 
zu vermeiden, wurde auch bereits vorgeschlagen, das Leiterzug- 
muster vSlliig mit einer Lotmaskenschicht zu iiberziehen. Vergl. 
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DB PS 2 01 4 104. Mit diesem Vorscfclag wird zwar die Schwierig- 
keit der genauen Registrierung des Maskenbildes zum Leiterzug- 
muster vermieden. Da die Maske jedoch vor dem Hers tellen der 
Lochungen aufgebracht wird, ist ein aufwendiger Lochwandmetalli- 
sierungsprozeB erforderlich, um sicherzus tellen, daB die Dicke 
der Maskenschicht zuveriassig tiberbrxickt und ein mechanisch und 
elektrisch sicherer Kontakt zum jeweils der Lochwandmetallisierung 
zugeordneten Leiterzug hergestellt wird, der auch unter Tempe- 
ratur- und mechanischen Belastungen voll erhalten bleiben muB. 
Zur Verbesserung des Lotverhaltens und als Kompensation dafiir, 
daB der Bauelement-AnschluBdraht wegen Wegfalls eines Lfitauges 
nur noch mit der StirnflSche des Leiterzuges und der Lochwand- 
metallisierung verbunden ist, werden besondere Metallisierungs- 
verfahren notwendig, die so bes chaff en sind, daB im Verlauf des 
Metallisierungsvorganges Ersatz-LStaugen auf der Lotmaskenschicht- 
oberflSche ausgebildet werden, Abgesehen davon, daB solche Ver- 
fahren und die zugehSrigen BSder schwierig zu steuern sind, 
kfinnen derartige Leiterplatten weder vor noch nach dem Bestttcken 
in f(ir den praktischen Betrieb geeigneter Weise auf ihre Funktions- 
tttchtigkeit geprttft werden. 

Mit dem schnellen Vordringen von Klein stbauelement en und damit 
der Notwendigkeit hoher Leiterdichte auf den Leiterplatten bot 
sich zunSchst der Weg der Besttickung von Leiterplatten an, die 
auf beiden Seiten Leiterztige tragen und deren Lochungen mit einem 
Metallbelag versehen sind, wobei wiederum die mit dem Lot in Ver- 
bindung kommende Seite mit elner LStmaske versehen werden muB, um 
so eine Lotbriickenbildung zu vermeiden. Derartige bestttckte Lei- 
terplatten weisen eine hervorragende Latstellenqualltat auf, sind 
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jedoch aufwendig in ihrer Herstellung und somit kostspielig. 

Die mit der Feinleiterplattentechnik mOglich gewordene 
hohe, auf einer Leiterplattenseite unterbringbare Leiterzug- 
dichte, wflrde es in einer Vielzahl von Fallen, insbesondere 
beispielsweise im Rundfunk- und Fernsehsektor , gestatten, 
mit auf nur einer Leiterplattenseite unterbringbaren Leiter- 
zugen trotz Kleinstbauteilen auszukommen. Werden jedoch der- 
artige einseitig mit einem Leiterzugmuster versehene Platten 
mit ihren zwangslaufig geringen AbstSnden zwischen den Lei- 
terziigen und diesen und den LOtaugen massengel5tet , so steht 
deren weiterer Verwendung als schwerwiegender Nachteil die 
starke Tendenz zur Lotbrtickenbildung, verbunden mit unzu- 
reichender LStstellenqualitat , entgegen. Letz teres kann in 
bekannter Weise durch Verwenden von Lochungen mit metalli- 
sierten Wandungen vermieden werden, was jedoch zu einer noch 
verstarkten Neigung zur Lotbrtickenbildung f tthrt "und dainit das 
Aufbringen von LStmasken praktisch unvermeidbar macht. Deren 
Herstellung ist jedoch bei Feinleiterplatten im Hinblick auf 
Genauigkeit der Registr leaning einerseits und der SchSrfe der 
Konturen andererseits kostspielig und schwierig und damit. 
ftir zahlreiche Anwendungsbereiche aus wirtschaf tlichen Grtin- 
den ausgeschlossen. 
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Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, hier Abhilfe zu schaffen und in einfacher und 
wirtschaftlicher Weise Leiterplatten vorzugeben, die frei 
von Lotbriicken- beziehungsweise sonstiger Schlufibildung 
sind und Lofcstellen von ausgezeichneter Qualitat aufweisen. 

Die Losung dieser Aufgabe wird erf indungsgemafi durch die 
im Kennzeichen des Hauptanspruchs angegebenen Merkmale 
erreicht. 

Das Verfahren kennzeichnet sich im wesentlichen durch die 
Merkmale des Anspruchs 5. 

Vorteilhaf te Weiterbildungen und Ausgestaltungen ergeben 
sich aus den Unteranspruchen . 
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Besttickte Leiterplatten nach der Erfindung sind auf einer Seite 
mit den Leiterztigen des Leitermusters versehen und haben Lochungen 
mit metallisierten Wandungen, die der Aufnahme der AnschluB- 
elemente, beispielsweise AnschluBdrShte , der Bauelemente dienen, 
wobei die Bauelemente auf der mit den Leiterziigen des Leiter- 
musters versehenen Seite angebracht sind und die AnschluBelemente 
mittels eines Lotvorganges von der von Leiterziigen freien Platten- 
seite derart elektrisch oder mechanisch verbunden sind, daB das 
Lot (LStzinn) den Zwischenraum zwischen Lochwandmetallisierung 
und AnschluBdraht oder dergleichen ausftillt und vorzugsweise auf 
die zugehBrige Leiterzugoberf lSche reicht, um dort den LStaugen- 
bereich oder einen entsprechenden , begrenzten Bereich des Leiter- 
zuges zu bedecken. 

Vorteilhafterweise reicht die Lochwandmetallisierung auf der 
nicht mit Leiterztigen versehenen Plattenseite hicht tiber den Rand 
des Loches hinaus. Dadurch wird sichergestellt, daB auch bei 
aufierordentlich nahe benachbart angeordneten Leiterztigen und den 
diesen zugeordneten Lochungen keine Kurzschltisse durch umgebogene 
AnschluBdrahtenden der Bauelemente mit auf die Oberflache reichen- 
den Metallbelegungen auftreten kSnnen. 

Nach einer erfindungsgemSBen Ausgestaltung wird die nicht die 
Leiterztige des Leiterzugmusters tragende und mit Bauelementen be- 
sttickte Plattenseite vorteilhafterweise mit einera Informations- 
aufdruck versehen, beispielsweise mit ftir die Besttickung und den 
Betrieb ntitzlichen Kenn- und Prtifdaten, einem Abbild des Leiter- 
zugmusters und dergleichen. Hierbei erweist es sich als besonders 
gtinstig, daB diese Plattenseite auBer den Besttickungslochern 
vollig frei ftir derartige Avflrucke zur Verftigung steht. 
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Durch den Wegfall der Notwendigkeit einer Lfitmaske selbst 
bei aufierordentlich engen LeiterzugabstSnden und die gleichzeitig 
erzielte hohe Lotstellenqualitat der bestiickten Leiterplatten 
nach der Erfindung ist deren Pertigung unkompliziert und wirt- 
schaftlich. Die erf indungsgemaflen besttickten Leiterplatten zeich- 
nen sich weiterhin durch geringe Fehlerquoten land hohe Betriebs- 
sicherheit aus; durch die MetalLschicht auf den Lochwandungen zu- 
sammen mit der Anordnung der Bauteile auf der die Leiterzilge tra- 
genden Seite wird groBe elektrische und mechanische Zuverlassig- 
keit der LOtverbindungen erzielt. Das Fehlen von Leiterziigen auf 
der LSt seite der Platte verhindert die Lotbrilckenbildung ebenso 
wie die Gefahr der SchluBbildung durch umgebogene Bauelement-An- 
schlufldrahte mit Sicherhelt. Die groBe, fUr den Informations- 
druck zur Verfiigung stehende Flache ermSglicht das Anbringen von 
aus fiihr lichen MeB- und Betriebsdaten ebenso wie Angaben in Bezug 
auf die verwendeten Bauelemente und den Leiterzugverlauf . 

Weiter ermSglicht das Fehlen von Leiterztigen auf der LStseite 
der Leiterplatte die Verwendung einfacher Tauch- bzw. Schlepp- 
tauch-LSteinrichtungen an Stelle von mit einer Ldtwelle ausge- 
statteten Vorrichtungen? letztere kSnnen jedoch gleichfalls be- • 
nutzt werden. 

Im folgenden soil die Herstellung der erf indungsgemaflen , be- 
sttickten Leiterplatten beispielhaft beschrieben werden. . 
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In einer bevorzugten Ausftthrungsform wird von Basismaterial, 
beispielsweise einem Phenolpapier-SchichtpreBstof f ausgegangen, 
dessen eine Seite mit einer Haftvermittlerschicht versehen 1st. 
Nach dem Herstellen der far die Anschlusse der Bauelemente be- 
stimmten Lochungen wird die Platte in bekannter Weise fur die 
stromlose Metallabscheidung vorbereitet und beispielsweise mit 
einer Losung eines zinn-Palladium-Chlorid-Komplexes katalytisch 
sensibilisiert, um in einem ohne auBere Stromzufuhr arbeitenden 
Metallisierungsbad die Haftvermittlerschicht ebenso wie die Loch- 
wandungen mit einer diinnen, vorzugsweise 1 bis 6 /u starken Me- 
tallschicht, vorzugsweise einer duktilen Kupferschicht, zu ver- 
sehen. Etwa vorhandene, lose haftende Metallabscheidungen auf der 
nicht mit Haftvermittler beschichteten Seite der Platte werden 
durch BUrsten Oder in anderer, geeigneter Weise entfernt. 

AnschlieBend wird das Negatlv des gewtinschten Lelterzugmusters 
in Maskenform vermittels Sieb- Oder Lichtdruck oder eines anderen 
Verfahrens aufgebracht, urn anschlieBend die Leiterzttge zugleich 
mit der I^chwandmetal lis ie rung durch galvanische Metallabschei- 
dung in der gewUnschten Dicke aufzubauen. Vorzugsweise wird hier- 
zu eine Kupferschicht von 20 bis 40 p abgeschieden. Anstelle gal- 
vanischer Metallabscheidung kann in gleicher Weise der Aufbau 
der Leiterzttge ebenso wie die Lochwandmetallisierung vermittels 
stromloser Metallabscheidung, vorzugsweise Abschelden einer duk- 
tilen Kupferschicht entsprechender Dicke, erzielt werden. 

AnschlieBend wird die Maskenschicht entfernt und die dadurch 
freiliegende dtinne, stromlos aufgebrachte Metallschicht zwischen 
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den Leiterztigen in bekannter Weise entfernt. Dies gelingt bei- 
spielsweise in einfacher Form durch Elnwirkung eines fitzmittels 
fur einen Zeitraum, der ausreicht, vim die dttnne Metallschicht 
restlos zu entfernen, ohne daB gleichzeitig die Dicke der Leiter- 
zage in unzulSssiger Weise ver^ringert wird. 

Die in bekannter Weise durch UmriBstanzen und andere Arbeits- 
gange fertiggestellte Platte wird sodann von der die Leiterzuge 
des Leiterzugmusters tragenden Plattenseite her vermittels auto- 
matischer Bestuckungseinrichtungen oder von Hand mit den Bau- 
elementen besttickt, so dafl die AnschluBdrahte der Bauelemente ' 
zumindest geringftlgig tiber die Ebene der Lochrander auf der von 
Leiterztlgen freien Plattenseite hinausreichen. Die so vorbereitete 
Platte wird vorzugsweise einem Mas senlStvor gang, beispielsweise 
einer Tauchschlepp-Lotvorrichtung, unterzogen. Die in das LStme- 
tallbad reichenden AnschluBdrahtenden der Bauelemente bewirken 
den ftlr den einwandfreien Warmetransport notwendigen Kontakt mit 
dem heiBen Lot, so daB dieses zwischen AnschluBdraht und dem 
Metal lbelag der Lochwandung aufsteigt, den Zwischenraum zwischen 
beiden ausf ttllt und vorzugsweise auf der zugeordneten Leiterzug- 
oberflache auf der gegenOberliegenden Plattenseite in LStaugen- 
ahnlichen Bereichen geringer Ausdehnung einen Lotbelag bildet. 
Die so hergestellten Lotverbindungen sind von auBergewohnlicher 
Zuverlassigkeit, so daB sich der Aufwand-fiir Lotstellenkontrolle 
bzw. Nacharbeit erUbrigt oder zumindest weitgehend verringert und 
gleichzeitig die AusschuBmengen drastisch herabgesetzt werden. 
Die erzielte hohe mechanische Festigkeit der Lotverbindungen be- 
wirkt groBe Betriebssicherheit der erf indungsgemaBen , bestiickten 
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Leiterplatten selbst unter ungttnstigen Betriebsbedingungen,wie 
beispielsweise unter Belastung durch Vibration. 

Nach einer bevorzugten AusfOhrungsform des Verfahrens nach 
Beispiel 1 werden die mit dem Maskenaufdruck versehenen Platten 
paarweise so der galyanischen oder stromlOsen Metallabscheidung 
zum Aufbau der Leiterzttge und der Lochwandmetallisierung unter- 
zogen, daB die nicht mit Leiterziigen zu versehenden Seiten von 
jeweils zwei Platten aufeinander gelegt bzw. einander zuge- 
kehr in die MetallisierungsbadlSsung gebracht werden. 

BEISPIEL 2 

Es wird von einem Basismaterial ausgegangen, das - ebenso wie • 
die auf einer Seite desselben angebrachte Haftvermittlerschicht - 
einen Stoff enthalt, der auf die stromlose Metallabsiieidung kata- 
lytisch wirkt, so daB sich bei der Bearbeitung nach Beispiel 1 
der Katalysierungsschritt eriibrigt und so eine weitere Verein- 
fachung des Herstellvorganges erzielt wird. 

BEISPIEL 3 

Als Ausgangsmaterial dient ein EpoxydharzpreBstof f , der ebenso 
wie die auf einer Seite aufgebrachte Haftvermittlerschicht einen 
Stoff enthalt, der katalytisch auf die stromlose Metallabschei- 
dung wirkt. Nach dem Herstellen des Lochmusters wird das Negativ 
des gewtinschten Leiterzugmusters , beispielsweise im Lichtdruck- 
verfahren auf gebracht. Die Platte wird sodann, nach entsprechender 
Vorbehandlung der Haftvermittlerschicht in einem Oxydationsmittel 
zum Herstellen einer mikroporSsen Oberflache, in ein stromlos 
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duktiles Kupfer abscheidendes Bad gebracht und dort fttr elnen 
Zeitraum belassen, der ausreicht, urn die Leiterztige und die Loch- 
wandmetallisierung in der gewiinschten Dicke auf zubauen. Je nach 
Wahl des Maskenmaterials wird die Maskenschicht nach Beendigung 
der Metallabscheidung entweder emtferat oder aber, vor zugsweise , 
auf der Platte belassen. Anschliefiend wird die Riickseite mit dem 
gewtlnschten Informationsaufdruck versehen. Sodann wird von der 
die Leiterztige tragenden Seite her die Bestiickung mit den Bau- 
elementen vorgenommen, urn anschliefiend die LStverbindungen nach 
einem der bekannten MassenlQtverfahren von der von Leiterztigen 
freien Seite her herzustellen . 

ErfindungsgemSfie bestackte Leiterplatten konnen auch auf von 
einseitig kupferkaschiertem Material ausgehend angefertigt wer- 
den. 

BEISPIEL 4 

Eine Epoxydharzpapier-Schichtprefistoffplatte, die einseitig 
mit einer Kupferfolie kaschiert ist, wird zunSchst mit dem Loch- 
muster versehen. Anschliefiend wird in bekannter Weise, beispiels- 
weise durch Elnbringen in eine BadlSsung eines Zinn-Palladium- 
Chlorid-Komplexes fur die stromlose Kupferabscheidung kataly- 
siert und eine dtinne Kupferschicht stromlos abgeschieden. Dann 
wird eine dtinne, stromlos abgeschiedene Kupfer leitschicht auf^ 
gebracht und die Oberflache mit dem Negativ des gewtinschten Lei- 
terzugmusters bedruckt, urn so eine galvanikfeste Maskenschicht 
herzustellen. Sodann wird zunSchst eine Kupferschicht gewiinschter 
Dicke auf gebracht und anschliefiend die Maskenschicht entfernt. 
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Nunmehr wird ein lichtempf indlicher Film aufgebracht und durch 
eine Vorlage belichtet und entwickelt. Dann werden £ie gewtinsch- 
ten Leiterziige ebenso wie die Of fnungen der Lochungeri abgedeckt, 
wahrend die nicht fur die Leiterztige bestimmte Kupferflache frei 
liegt. Schliefilich wird durch SprtthStzen von der die Kupfer- 
schicht tragenden Seite her das of f enliegende Kupfer zwischen 
den Leiterztigen entfernt und abschlieBend die aus dem ent- 
wickelten lichtempf indlichen Film bestehende Maskenschicht abge- 
15st. Nach der Fertigstellung der Leiterplatte in bekannter Weise 
wird diese von der die Leiterztige des Leitermusters tragenden 
Seite her mit den Bauelementen bestiickt, wobei die AnschluB- 
drahte der Bauelemente zumindest geringftigig liber die LochrSnder 
auf der von Leiterztigen freien Seite der Platte herausragen. An- 
schlieBend werden , wie zuvor beschrieben, die L6 t verb indun gen von 
der von Leiterztigen des Leitermusters freien Seite aus hergestellt. 

Allgemein zeichnen sich die erf indungsgemSBen, besttickten 
Leiterplatten noch durch ausgezeichnete ReparaturfShigkeit aus. 



909835/0468 



2809013 



.&0- 



Die beiliegenden Zeichnungen zeigen eine beispielsweise 
Ausfiihrungsform einer neuerungsgemaBen Leiterplatte , und 
es bedeutet: 

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine mit einem Bauelement 
bestvickte Leiterplatte im Bereich einer Lochung, 

Fig. 2 einen Querschnitt durch eine unbestiickte Leiter- 
platte gemafi Fig. 1 / 

Fig. 3 eine Darstellung entsprechend Fig. 2 mit einer 

anderen Ausfiihrungsform eines Leitermusters , und 

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung einer mit einer 
Vielzahl von Bauelementen bestuckten Leiterplatte 
in Teilwiedergabe . 

Entsprechend den Fig. 2 und 3 besteht die Leiterplatte 1 
aus einem geeigneten TrSgermaterial , welches nur einseitig, 
namlich auf der Bestuckungsseite 8, mit ein Leiter zugmuster 
vorgebenden Leiterzugen 2 versehen 1st. Die AnschluB- Oder 
BestUckungsstelle des Leitermusters kennzeichnen sich durch 
Lochungen 9, die durchmetallisiert sind beziehungsweise ganz 
allgemein mit einer Metallschicht 3 beaufschlagt sind. Die 
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dem Leiterzugmuster gegeniiberliegende Seite 7 der Leiter- 
platte 1 ist mit keinerlei elektrisch leitenden Bahneh 
versehen und die Metallschicht 3 der Lochwandung endet 
hier ohne jegliche Kragenbildung fluchtend mit der Ober- 
flache 7. 



In Fig. 1 ist eine Lochung dargestellt, in die der AnschluB- 
draht 5 eines elektrischen oder elektronischen Bauelements 
6 eingefuhrt wurde, und zwar so, daB dessen Ende auf der 
nicht mit LeiterzQgen 2 versehenen Seite 7 der Leiterplatte 
1 frei hervorsteht. Das Lot 4 und 4a, das den gesamten 
Zwischenraum zwischen der Metallwandung 3 der Lochung und 
dem AnschluBdraht 5 sowie auch den Bereich des LStauges 
auf der Besttickungsseite 8, also der mit den Bauelementen 
versehenen Seite, in der dargestellten Weise ausfiillt, ist 
durch einen L5tvorgang dort abgelagert worden, der von der 
Seite 7 her ausgefUhrt wird, wobei das frei hervorstehende 
Ende des AnschluBdrahtes 5 ausreichend mit Warme beauf- 
schlagt wird und das Lot in dem genannten Zwischenraum 
durch ;ine Art Kapillarwirkung von unten nach oben aufsteict, 
hierbei das Loch in der dargestellten Weise ausfiillt, jedoch 
nicht iiber den metallkragenlosen Bereich , der fluchtend mit 
der Seite 7 endenden Metallwandung 3 hinausragen kann. tiber- 
schussiges Lotzinn kann ausschlieBlich am frei vorstehenden 
Ende des AnschluBdrahtes 5 verbleiben, iibergreift jedoch 
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nicht die Querschnittflache der Lochung auf der Seite, von 
der her der LStvorgang erfolgt, und auch auf der gegeniiber- 
liegenden, die Leiterzttge 2 tragenden Seite kann es maximal 
nur den Metallkragen urn die Lochwandung herum bedecken, da 
es von der untenliegenden Seite 7 nach oben gezogen wird 
und auf der Besttickungsseite 8 radial von innen nach auBen 
f lieBt und hier zufolge der Oberf lachenspannung nicht Uber 
den Kragenrand flieBt. 

Fig. 4 zeigt eine perspektivische Teildarstellung einer 
Leiterplatte mit einer Vielzahl unterschiedlicher elektrischei 
und/oder elektronischer Bauelemente bestiickt. Wesentlich ist 
auch hier wieder, daB von einer Tragerplatte 1 ausgegangen 
wird, die nur einseitig LeiterzUge 2 tragt, und daB auf der 
die Leiterziige 2 tragenden Seite 8 sich gleichzeitig die 
Bauelemente 6 befinden, wahrend die von Leiterzugen frei- 
gehaltene Seite 7 sich dadurch kennzeichnet , daB sie gleich- 
zeitig frei von Bauelementen gehalten ist. Die Oberf lache 7 
kennzeichnet sich lediglich dadurch, daB die freien Enden 
der AnschluBdrahte 5 der Bauelemente 6 mehr oder weniger 
aus ihr herausragen, urn bei dem Lotvorgang den erf order lichen 
warmekontakt zu gewahrleisten , und vorteilhaft durch einen 
oben bereits erwahnten Aufdruck der verschiedensten Informa- 
tionsinhalte in Ubersichter Form. 
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